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Sun SPARC Enterprise T1000 服务器
场地规划指南

本指南介绍了规划 Sun SPARC Enterprise T1000 服务器的安装时所需的规范和场地要求。 

有关安全和符合标准的信息，请参阅 《Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety 
and Compliance Guide》以及服务器附带的 《Important Safety Information for Sun 
Hardware Systems》文档。

本指南包含以下几节：

■ 第 2 页的 “物理规范”
■ 第 2 页的 “维修空间的最小空隙”
■ 第 3 页的 “环境规范”
■ 第 3 页的 “电源要求”
■ 第 4 页的 “噪声辐射”
■ 第 4 页的 “代理符合规范”
■ 第 4 页的 “常规场地准备说明”
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物理规范

维修空间的最小空隙
下面是维修服务器时对空隙的最低要求。 

说明 美制 公制

宽度 16.8 英寸 425 毫米

厚度 18.4 英寸 467 毫米

高度 1.75 英寸，1 个机架单元 43 毫米

重量 （不包括 PCI 卡和机架安装装置） 20.5 磅 9.3 千克

重量 （包括滑轨） 24 磅 10.9 千克

说明 规范

空隙，系统前端 36 英寸 （91 厘米）

空隙，系统后端 36 英寸 （91 厘米）
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环境规范 

电源要求
Sun SPARC Enterprise T1000 服务器有一个可自动切换量程的电源。

规范 工作期间的要求 非工作期间的要求

工作温度：

● 海平面到海拔 3000 英尺
（900 米）之间

● 3000 英尺 （900 米）
以上

● 41°F 到 95°F
（5°C 到 35°C）

● 海拔高度每升高 1000 英尺
（300 米），最高工作温度降
低 1.6°F (1°C)

-40 到 60°C

-40 到 60°C

湿度 20 到 80% RH，
无冷凝，
27°C 湿球温度，
IEC 60068-2-3&56

98% RH 38°C，
无冷凝，
IEC 60068-2-3&56

海拔高度 0-3,000 米 （0-10,000 英尺）
IEC 60068-2-13

0-12,000 米 （0-40,000 英尺）
IEC 60068-2-13 

抗振性 0.2 Gs，正弦扫描 5-500-5Hz，
1 octave/分钟，三轴向，
IEC 60068-2-13

1.0 Gs，正弦扫描 5-500-5Hz，
1 octave/分钟，三轴向，
IEC 60068-2-13

抗冲击性 5 Gs 峰值 11 毫秒，
半正弦脉冲，
IEC 60068-2-27

30 Gs 峰值 11 毫秒，
半正弦脉冲，
IEC 60068-2-27

说明 规范

工作输入电压范围 100 到 240 VAC， 50-60 Hz 
（输入电压允差为 ± 10%）

最大工作输入电流 2.2 A （100 至 120 VAC）

1.1 A （200 至 240 VAC）

典型工作输入功率
最大工作输入功率

180 W
220 W 

典型热耗散

最大热耗散

614 BTU/小时 （647 KJ/小时）

750 BTU/小时 （791 KJ/小时）
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噪声辐射
这里声明的噪声辐射均符合 ISO 9296 标准。

代理符合规范
有关代理符合规范的完整列表，请参见 《Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety 
and Compliance Guide》。

常规场地准备说明
环境控制系统必须保证服务器吸入的空气符合第 3 页的“环境规范”中规定的限制条件。 

为了避免服务器过热，请不要让热空气直接吹向： 

■ 服务器进气口正面
■ 服务器访问面板

注 – 收到服务器后，请将它放置在即将安装该系统的环境中。请在货物到达最终目的
地并停留 24 小时后再打开装运箱。这段停留时间可防止产生热冲击和冷凝现象。

如果经过测试，服务器符合第 3 页的 “环境规范”中的限制条件并开始正常工作，则
说明服务器满足所有功能方面的要求。在极端温度或湿度条件下运行计算机设备将大大
增加硬件组件的故障率。要最大限度地降低组件故障率，请在最佳的温度和湿度范围内
使用服务器。

说明 模式 规范

LwAd (1 B = 10 dB) 工作噪声
闲置噪声

7.7 B
7.7 B

LpAm （旁观者位置） 工作噪声
闲置噪声

66 dB
66 dB
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环境温度

就确保系统的可靠性而言，最佳的环境温度范围是 69.8°F (21°C) 至 73.4°F (23°C)。如
果温度是 71.6°F (22°C)，则比较容易保证安全的相对湿度水平。在这样的温度范围中工
作，一旦环境支持系统发生故障，服务器仍能继续运行一段时间。

环境相对湿度

对于数据处理操作而言，环境相对湿度水平的最佳范围是在 45% 至 50% 之间。该湿度
范围有助于：

■ 防止腐蚀

■ 在环境控制系统出现故障时确保系统仍能运行一段时间

■ 避免相对湿度过低时因静电放电产生的间歇性干扰而导致的系统故障

相对湿度低于 35% 的区域很容易产生静电放电 (Electrostatic Discharge, ESD)，且不易
消散；相对湿度低于 30% 时，静电放电现象会更加严重。

通风注意事项
■ 确保机箱中的气流畅通无阻。 

■ 确保吸入的空气从服务器前端进入，从服务器后端排出。 

■ 为使服务器顺利进气和排气，确保每个通风口 （如机柜门）的开口面积至少是 
33.3 英寸2 （215 厘米2）。在服务器的前后区域 （17.5 英寸 x 3.2 英寸；445 毫米 x 
81 毫米）上，这相当于 60% 的开孔面积。至于其他限制更严的开孔面积特征所带来
的影响，应由用户进行估算。

■ 安装服务器时，保证系统前端的空隙最小为 0.2 英寸 （5 毫米），服务器后端的空隙
最小为 3.1 英寸（80 毫米）。具体要在系统前后留出多大空隙要根据进气和排气的阻
力（可用开口面积）决定，而且进气和排气区域的通风开口面积应保持一致。空隙值
大于这些值可以提高冷却性能。

注 – 进气和排气限制的组合 （如机柜门以及服务器与门之间的距离）可影响服务器的
冷却性能，应由用户进行估算。 

■ 请务必小心，防止排出的空气回流到机架或机柜中。

■ 请正确摆放电缆，最大程度地减少电缆对服务器排气口的影响。

■ 确保空气经过系统后，温度大约升高 59°F (15°C)。
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